
Tervetuloa O-johtavaan
Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on enemmän kuin kymmenen vuoden kokemus.
Tuotevalikoima: yksi, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme
tarjota nopean prototyyppipalvelun - S / S 24 tuntia, 4-8 kerrosta 48-96 työtuntia.(Piirilevyyhtiö)

 johti piirilevyjen valmistaja, Piirilevyjen toimittaja

Lähtöisin Guang dong, Kiina (manner) Tuotenimi O-Johtavat

PohjamateriaaliaFR-4, alumiini Kuparin
paksuus

0.5oz-5oz

Min. Reiän koko 0.2mm Min. Viivan
leveys

0.2mm

Pinnan
viimeistely

upotuskulta, OSP, lyijytön HASL Levyn
paksuus

0.1-5mm

sovellettavissa led, matkapuhelin, ilmastointilaitteet,
pesukoneet

merkki Teollisuuden ohjaus
pcb

todistukset ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS

paino 0,01–5 kg MOQ 10kpl
Mallinumero voimapankki pcb-kokoonpano pcba-valmistaja Min. Riviväli 0.2mm 
väri- sininen, punainen, vihreä, musta.väri hinta $ 0,1- $ 10 
desigh tyyppi asiakasvaatimus koko 0.01m3-10m3 
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Tiimimme





sertifioinnit







Pakkaaminen ja toimitus



 Prosessin kyky
Piirilevyjen tuotantokapasiteetit
Kerrosmäärä: 1-kerros-32-kerros
Valmiiden kuparien paksuus ： 1 / 3oz-12oz
Min Rivin leveys / etäisyys sisäinen ： 3,0mil / 3,0mil
Min Rivin leveys / välinen etäisyys: 4,0mil / 4,0mil
Suurin kuvasuhde: 10: 1
Levyn paksuus ： 0,2–5,0 mm
Paneelin enimmäiskoko (tuumaa): 635 * 1500 mm
Poratun reiän vähimmäiskoko: 4mil
PI-reikätoleranssi: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-tyypit): YES
Täyttämällä (johtava, johtamaton): KYLLÄ
Pohjamateriaali: FR-4, FR-4korkean painon halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi,
              Raskas kupari
Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,Lummersion Tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit



Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm
Minimi piirilevyn koko ： 50x50mm
Piirilevyn paksuus ： 0,5–4,5 mm
Levyn paksuus ： 0,5-4mm
Komponenttien vähimmäiskoko: 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus ： 15mm
Min. Lyijyväli: 0,3 mm
Minimi BGA-palloväli: 0,4 mm
Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm


